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Bu bölüm, aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

1.1 Kapsam

1.2 Amaç

1.3 Sınıflandırma

1.4 Gerekliliklerin Tanımlanması

1.4.1 Kabul Kriterleri
1.4.1.1. Hedef Durumu
1.4.1.2 Kabul Edilebilir Durumu
1.4.1.3 Kusur Durumu
1.4.1.3.1 Çözüm
1.4.1.4 Proses Göstergesi Durumu
1.4.1.4.1 Proses Göstergesi Metodolojileri
1.4.1.5 Birleşik Durumlar
1.4.1.6 Belirtilmeyen Durumlar
1.4.1.7 Özel Tasarımlar

1.5 Terimler ve Tanımlar

1.5.1 Kart Konumu
1.5.1.1 *Birincil Yüz
1.5.1.2 *İkincil Yüz
1.5.1.3 Lehim Kaynak Yüzü
1.5.1.4 Lehim Varış Yüzü
1.5.2 *Soğuk Lehim Bağlantısı
1.5.3 Elektriksel Aralık
1.5.4 Yüksek Voltaj
1.5.5 Delik-içi Krem Lehim
1.5.6 *Özütleme
1.5.7 Menisküs (Komponent)
1.5.8 *Fonksiyonel Olmayan Ped
1.5.9 Krem Lehim İçine Pin
1.5.10 Kablo Çapı
1.5.11 Kablonun Fazla Sarılması
1.5.12 Kablonun Kendi Üstüne Binmesi

1.6 Örnekler ve Resimler

1.7 Denetleme Yöntemi

1.8 Boyutların Doğrulanması

1.9 Büyütme Araçları

1.10 Aydınlatma

If a conflict occurs between the
English and translated versions
of this document, the English
version will take precedence.

Bu dökümanın İngilizcesi ile
başka dile çevrilmiş sürümleri
arasında uyuşmazlık olması
halinde, İngilizce sürümü
geçerli olacaktır.

1.1 Kapsam

Bu standart, elektronik takımlara yönelik görsel kalite kabul
edilebilirlik gerekliliklerinin derlemesinden oluşmaktadır.

Bu döküman, elektrikli ve elektronik takımların üretimine
ilişkin kabul gerekliliklerini içermektedir. Tarihsel olarak
geçmişte elektronik takımların standartları, ilkeleri ve
teknikleri ele alan daha kapsamlı bilgilerden oluşmuştur.
Bu dokümanda belirtilen tavsiyeleri ve gereklilikleri
daha bütünsel bir şekilde anlayabilmek için, bu
döküman IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 ve IPC
J-STD-001 dökümanlarıyla birlikte kullanılabilir.

Bu standartta verilen kriterlerin amacı montaj
operasyonlarının başarıyla tamamlanması için
gerekli proseslerin tanımlanması veya müşteri ürünleri
üzerinde onarım/modifikasyon ya da değişiklik yapma
yetkisi verilmesi değildir. Örneğin, komponentlere yapıştırıcı
uygulanması ile ilgili kriterlerin varlığı yapıştırıcı kullanılması
gerektiği anlamına gelmez, yapıştırıcı kullanılacağını ima
etmez, yapıştırıcı kullanım yetkisi vermez; bir terminalin
çevresine saat yönünde bir bacağın sarılmasının
tanımlanması, tüm bacak/kabloların saat yönünde
sarılması gerektiği anlamına gelmez, sarılacağını
ima etmez, sarma yetkisi vermez.

Bu standardın kullanıcıları, dökümanın uygulanabilir
gereklilikleri ile bunların nasıl uygulanacağı konusunda
bilgi sahibi olmalıdırlar.

Bu bilginin kullanımının gösterilmesine dair nesnel kanıt
korunmalıdır. Nesnel kanıtın mevcut olmadığı durumda;
organizasyon, görsel kabul kriterlerinin uygun bir şekilde
tanımlanabilmesi için gerekli personel yeteneklerinin
periyodik olarak gözden geçirilmesini dikkate almalıdır.

IPC-A-610, taşıma ve mekanik ile ilgili gereklilikleri ve
diğer işçilik gerekliliklerini tanımlayan IPC J-STD-001’in
kapsamı dışında kalan kriterlere sahiptir. Tablo 1-1, ilgili
dökümanların bir özetidir.

1 Elektronik Takımların Kabul Edilebilirliği

1 Önsöz
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